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GF erhalt ,,OCP Inspired™*“-Siegel fur branchenweit ersten
In-Rack-Verteiler aus PVDF

Der auf PVDF basierende In-Rack-Verteiler von GF fiir Direct-to-Chip Liquid Cooling (DLC) wurde
mit dem OCP Inspired™-Siegel ausgezeichnet. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein fiir den
Einsatz fortschrittlicher Polymertechnologien in der Kiihlinfrastruktur von Rechenzentren der
ndachsten Generation dar. Es ist der erste Verteiler auf Polymerbasis, der im Rahmen des Open
Compute Project (OCP) Inspired™-Programms ausgezeichnet wurde.

Als Teil des OCP-Okosystems liefert GF Rohrleitungssysteme und Lésungen fir Kihimittelinfrastruktur
aus Kunststoff, die speziell fir Direct-to-Chip Liquid Cooling (DLC) in Hyperscale- und KiI-
Rechenzentren entwickelt wurden. Das LiquidCore-Portfolio von GF vereint Rohrleitungen, Ventile,
Messtechnik, technisches Know-how, Verbindungstechnologien und Vorfertigung, und unterstiitzt damit
eine zuverlassige und effiziente Kihimittelverteilung vom gebadudeseitigen Kihlwasserkreislauf tber
das Technologieklhlsystem bis hin zum Chip tber die Cold Plate.

Der In-Rack-Verteiler mit neuem OCP Inspired™-Siegel basiert auf der seit langem bewahrten
Materialplattform SYGEF PVDF von GF und wurde fiir anspruchsvolle Thermomanagement-
Anwendungen entwickelt, wo KihiImittelreinheit, Korrosionsbestandigkeit und langfristige
Zuverlassigkeit entscheidend sind. Im Gegensatz zu herkdmmlichen Verteilern aus Metall verfiigt er
Uber ein Polymerdesign, das auf eine gleichmassige Stromungsverteilung ber alle Auslassanschliisse
ausgelegt ist und so dazu beitragt, eine stabile und wiederholbare Kuhlleistung im gesamten Rack
aufrechtzuerhalten. Die leichte PVDF-Konstruktion ermdglicht zudem einen korrosionsfreien Betrieb
und eine vereinfachte Integration durch flexible Verbindungs- und Befestigungsmdglichkeiten.

Jeder Verteiler wird individuell nach den spezifischen Kundenanforderungen an Rack und Kihlung
konstruiert und vor der Auslieferung einer 100-prozentigen Druckpriifung mit Wasser unterzogen, um
maximale Zuverlassigkeit und Sicherheit sicherzustellen. Das Verteilerkonzept hat sich bereits in
zahlreichen Proof-of-Concept-Projekten und Installationen in realen Rechenzentren in Nord- und
Siidamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bewahrt.

Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung mit unternehmenskritischen Anwendungen und
Reinstwassersystemen fir die Halbleiterfertigung treibt GF den Einsatz von Hochleistungskunststoffen
in der Rechenzentrumskihlung der nachsten Generation voran. Das Unternehmen unterstiitzt seit
langem flihrende Chiphersteller und Hightech-Branchen weltweit mit zuverlassigen Flow Solutions, die
flr ausserst anspruchsvolle Betriebsumgebungen ausgelegt sind.

,OCP spielt eine Schlisselrolle bei der Forderung von Zusammenarbeit und Standardisierung in der
gesamten Rechenzentrumsbranche®, sagte Charles Freda, Global Head Data Centers bei GF. ,Die
Auszeichnung mit dem OCP Inspired ™-Siegel fir unseren In-Rack-Verteiler aus PVDF spiegelt sowohl
die Reife fortschrittlicher Polymer-Durchflusslésungen wider als auch unser Engagement fir offene und
interoperable Liquid-Cooling-Okosysteme fiir Hochleistungsrechner.*

Direct Liquid Cooling, oder direkte Flissigkeitskiihlung, entwickelt sich rasch zum bevorzugten
Kihlkonzept fir KI- und Hochleistungs-Rechenumgebungen, in denen die Leistungsdichte der Racks
immer haufiger 100 kW Ubersteigt. In diesen Systemen ist die Qualitdt und Zuverlassigkeit der
Kihimittelinfrastruktur entscheidend fir die Aufrechterhaltung der thermischen Leistung und den Schutz
empfindlicher Cold-Plate-Technologien. Die Kunststoffrohrleitungssysteme von GF wurden speziell
entwickelt, um diesen Anforderungen durch korrosionsfreien Betrieb, glatte Innenoberflachen und
Verbindungstechnologien mit minimierter Kontamination gerecht zu werden.
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Mit standardisierten Schnittstellen und validierten Materialkonzepten férdert das OCP-Okosystem
zunehmend interoperable und herstelleriibergreifende Infrastrukturen fir Direct Liquid Cooling. Aktuelle
Branchenrichtlinien fur Liquid-Cooling-Systeme erkennen mehrere fortschrittliche Polymere als
geeignete medienfiihrende Werkstoffe an und férdern damit ihren Einsatz in Kihlanwendungen fur
Rechenzentren der nachsten Generation.

Erfahren Sie mehr liber die Polymerlosungen von GF fiir Direct-to-Chip Liquid Cooling:
dfps.coml/liguidcore
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Unternehmensprofil

Mit einer reichen Tradition industrieller Innovation seit 1802 gestaltet GF die Zukunft von Flow Solutions und liefert Excellence in
Flow durch geschéftskritische Produkte und Lésungen, die den sicheren und nachhaltigen Transport von Wasser und anderen
Fluiden fir Gebaude, Industrie und Infrastruktur ermdglichen. Mit Hauptsitz in der Schweiz beschaftigt GF rund 13’300
Mitarbeitende in 46 Landern. Im Jahr 2025 erzielte das Flow-Solutions-Geschéft von GF einen Umsatz von CHF 3 Mrd. GF ist
an der SIX Swiss Exchange kotiert.
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Jetzt mit OCP Inspired™-Siegel: Die
Auszeichnung des PVDF-In-Rack-
Verteilers von GF fir Direct-to-Chip
Liquid Cooling unterstreicht die
zunehmende Akzeptanz
fortschrittlicher Polymerwerkstoffe
als medienfiihrende Komponenten in
Kihlmittelinfrastrukturen der
nachsten Generation.

Quelle: GF

Der PVDF-In-Rack-Verteiler
unterstitzt eine gleichmassige
Strdmungsverteilung,
korrosionsfreien Betrieb, ein
geringes Gewicht sowie die flexible
Integration in hochdichte KI-
Rechenzentrumsumgebungen.

Quelle: GF
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Die Engineering-Experten von GF
entwickeln jeden Verteiler
entsprechend den
kundenspezifischen Rack-Layouts
und Kuhlanforderungen, um eine
optimierte Strdomungsleistung, eine
nahtlose Integration und einen
zuverlassigen Betrieb Uber den
gesamten Kihlkreislauf hinweg
sicherzustellen.

Quelle: GF
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